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(57)【要約】
【課題】超音波プローブとの接触に基づいて超音波シス
テムを制御するための装置および方法を提供すること。
【解決手段】超音波プローブ（１０６）は、内側面（２
１０）と外側面（２０８）とを有するプローブハウジン
グ（２０６）を備える。プローブハウジング（２０６）
内には、トランスデューサ素子（１０４）のアレイが存
在する。プローブハウジング（２０６）の内側面（２１
０）と外側面（２０８）の間に、少なくとも１つのセン
サ（２４０～２５０）が形成される。少なくとも１つの
センサ（２４０～２５０）は、少なくとも１つのセンサ
（２４０～２５０）に非常に近い外側面（２０８）と接
触する物体に関連する少なくとも１つのパラメータを検
出するように構成される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
内側面（２１０）と外側面（２０８）とを含むプローブハウジング（２０６）と、
　前記プローブハウジング（２０６）内のトランスデューサ素子（１０４）のアレイと、
　前記プローブハウジング（２０６）の前記内側面（２１０）と前記外側面（２０８）の
間に形成された少なくとも１つのセンサ（２４０～２５０）であって、前記外側面（２０
８）と接触し、前記少なくとも１つのセンサ（２４０～２５０）に近い位置にある物体に
関連する少なくとも１つのパラメータを検出するように構成された少なくとも１つのセン
サ（２４０～２５０）と、
　を備える超音波プローブ（１０６）。
【請求項２】
前記プローブハウジング（２０６）が、前記外側面（２０８）の非常に近くに形成された
プラスチックの層（２１２）を含み、前記少なくとも１つのセンサ（２４０～２５０）が
、前記内側面（２１０）の非常に近くに配置されたことを特徴とする請求項１記載のプロ
ーブ（１０６）。
【請求項３】
前記少なくとも１つのセンサ（２４０～２５０）が、前記プローブハウジング（２０６）
内に統合されることを特徴とする請求項１記載のプローブ（１０６）。
【請求項４】
前記少なくとも１つのパラメータの検出レベルが、所定の範囲内にあるか、所定の閾値に
対して所望の関係にあるかの一方である場合に、アクションに関連する選択信号を発生さ
せるように構成されるセンサプロセッサモジュール（２５２）をさらに備えることを特徴
とする請求項１記載のプローブ（１０６）。
【請求項５】
前記少なくとも１つのセンサ（２４０～２５０）が、静電容量センサ、インダクティブセ
ンサ、抵抗センサ、および圧電素子のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求
項１記載のプローブ（１０６）。
【請求項６】
超音波プローブ（１０６）とプロセッサモジュール（１１６）とを具備する超音波システ
ム（１００）であって、
　前記超音波プローブ（１０６）は、
　　内側面（２１０）と外側面（２０８）とを含むプローブハウジング（２０６）と、
　　前記プローブハウジング（２０６）内のトランスデューサ素子（１０４）のアレイと
、
　　前記プローブハウジング（２０６）の前記内側面（２１０）と前記外側面（２０８）
の間に形成される少なくとも１つのセンサ（２４０～２５０）であって、前記少なくとも
１つのセンサ（２４０～２５０）に非常に近い前記外側面（２０８）と接触する物体に関
連する少なくとも１つのパラメータのレベルを検出するように構成される少なくとも１つ
のセンサ（２４０～２５０）とを有し、
　前記プロセッサモジュール（１１６）は、
　前記超音波プローブ（１０６）に電気的に結合されたプロセッサモジュール（１１６）
であって、前記少なくとも１つのパラメータの前記レベルの所定の基準に対する関係に基
づいて、アクションを開始するように構成されたことを特徴とする超音波システム（１０
０）。
【請求項７】
前記プローブ（１０６）がアクティブでなく、前記少なくとも１つのパラメータの前記レ
ベルが前記基準を満たす場合に、前記プロセッサモジュール（１１６）が、前記プローブ
（１０６）の活動化および前記プローブ（１０６）の選択のうちの一方を行うようにさら
に構成される、請求項６記載のシステム（１００）。
【請求項８】
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前記プローブ（１０６）がアクティブであり、前記少なくとも１つのパラメータの前記レ
ベルが前記基準の外にある場合に、前記プロセッサモジュール（１１６）が、前記プロー
ブ（１０６）の非活動化を行うようにさらに構成される、請求項６記載のシステム（１０
０）。
【請求項９】
前記少なくとも１つのパラメータが、容量、抵抗、インダクタンス、圧力、および電圧の
うちの少なくとも１つである、請求項６記載のシステム（１００）。
【請求項１０】
前記少なくとも１つのセンサ（２４０～２５０）が、前記プローブハウジング（２０６）
の前記外側面（２０８）上の領域に関連付けられた、各々が異なるアクションに関連する
複数の仮想ボタン（２７６～２８８）を提供するように構成され、前記プロセッサモジュ
ール（１１６）が、前記仮想ボタン（２７６～２８８）に対応する前記外側面（２０８）
の前記領域が前記物体と接触する場合に、前記関連アクションを開始するようにさらに構
成される、請求項６記載のシステム（１００）。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、超音波に関し、より詳細には、超音波プローブ（ｕｌｔｒａｓｏｕ
ｎｄ　ｐｒｏｂｅ）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波検査はしばしば、ユーザが検査中にわたって多くの入力と選択を行うことを必要
とする。ユーザは、患者データの入力、プローブの活動化、手順の選択および実施（ｓｔ
ｅｐ　ｔｈｒｏｕｇｈ）などを行うために、またプローブの走査モードまたはパラメータ
の変更など、システムまたはプローブに対する他のアクションまたは調整を開始するため
に、超音波システムのユーザインタフェースを介して選択を行う。超音波システムに関連
付けられたキーボードまたは他のユーザインタフェース上で適切な選択対象を見出し、そ
れを活動化することは、ユーザにとって時間的浪費となることがあり、またユーザは、選
択を行うために、一方の手を自由にしておかなければならない。
【０００３】
　ユーザ入力のいくつかを省くため、いくつかの従来システムは、プローブがプローブホ
ルダから外された時を感知する機械的スイッチを備えており、したがって、このスイッチ
は、その状態に基づいてプローブを活動化および非活動化する。また、１つまたは複数の
機能を活動化するために使用できるいくつかの機械的スイッチが、プローブに、またはプ
ローブに付属するデバイスに追加されている。しかし、機械的スイッチは、使用すること
で損傷または消耗し易くなり得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第７，３０３，５３０　Ｂ２号公報
【特許文献２】米国特許第２００６／００５８６５４　Ａ１号公報
【特許文献３】米国特許第６，２９０，６４９　Ｂ１号公報
【特許文献４】米国特許第６，２３８，３４１　Ｂ１号公報
【特許文献５】米国特許第５，６１５，６７８号公報
【特許文献６】米国特許第５，５０５，２０３号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Three (3) screenshots from the Cypress Webinar, April 23, 2008, 
12:00 pm EST through Technoline, sponsored by Cypress, "Replace Your Mechanical 
Buttons and Sliders with Touch Sensing Interfaces in Minutes". Cypress San Jose,
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 198 Champion Ct., San Jose, CA 95134 USA, Tel: (408) 943 2600
【非特許文献２】Cypress Semiconductor article downloaded from Future Electronics
 magazine website on January 26, 2009, http://www.future-mag.com/0607/060709.asp
, "Programmable Touch Interface Makes System Sense", (6) pages
【非特許文献３】Pressure Profile Systems article downloaded from website on Janu
ary 22, 2009, http://www.pressureprofile.com/technology-capacitive.php, "Capacit
ive Sensing", (2) pages
【非特許文献４】Pressure Profile article downloaded from website on January 22, 
2009, http://www.pressureprofile.com/techOverview.php, "Capacitive Pressure Sens
ing and How We Measure and Display Pressure - Technology Overview", (1) page
【非特許文献５】Pressure Profile article downloaded from website on January 22, 
2009, http://www.pressureprofile.com/advantages.php, "Capacitive Sensors' Advant
ages Over Resistive and Piezoelectric Sensors - PPS Advantages", (1) page
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、超音波システムの使用中、ユーザの動作を少なくし、ワークフローをより
自動化する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一実施形態では、超音波プローブは、内側面と外側面とを有するプローブハウジング（
ｐｒｏｂｅ　ｈｏｕｓｉｎｇ）を備える。プローブハウジング内には、トランスデューサ
素子のアレイが存在する。プローブハウジングの内側面と外側面の間に、少なくとも１つ
のセンサが形成される。少なくとも１つのセンサは、少なくとも１つのセンサに非常に近
い外側面と接触する物体に関連する少なくとも１つのパラメータを検出するように構成さ
れる。
【０００８】
　別の実施形態では、超音波システムは、超音波プローブと、プロセッサモジュールとを
備える。超音波プローブは、内側面と外側面とを有するプローブハウジングを有する。プ
ローブハウジング内には、トランスデューサ素子のアレイが存在し、プローブハウジング
の内側面と外側面の間に、少なくとも１つのセンサが形成される。少なくとも１つのセン
サは、少なくとも１つのセンサに非常に近い外側面と接触する物体に関連する少なくとも
１つのパラメータのレベルを検出するように構成される。プロセッサモジュールは、超音
波プローブに電気的に結合され、少なくとも１つのパラメータのレベルと所定の基準との
関係に基づいて、アクションを開始するように構成される。
【０００９】
　また別の実施形態では、超音波プローブの外側面の非常に近くで検出された容量変化に
基づいて超音波システムを制御するための方法は、少なくとも１つの静電容量センサ（ｃ
ａｐａｃｉｔｉｖｅ　ｓｅｎｓｏｒ）を用いて、超音波プローブの外側面上の容量レベル
を検出することを含む。容量レベルは、プロセッサモジュールを用いて容量基準と比較さ
れ、容量レベルが容量基準を満たす場合、あるアクションが、プロセッサモジュールを用
いて開始される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態に従って形成された、超音波システムを示す図である。
【図２】本発明の一実施形態による、プローブハウジングに含まれる、静電容量感知を有
する接触（タッチ）感知プローブ（ｔｏｕｃｈ　ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｐｒｏｂｅ）の例
示的な断面図である。
【図３】本発明の一実施形態による、プローブハウジングに含まれる、静電容量感知を有
する接触（タッチ）感知プローブの別の例示的な断面図である。
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【図４】本発明の一実施形態による、接触（タッチ）感知プローブの静電容量感知層内に
形成された複数の静電容量センサを示す図である。
【図５】本発明の一実施形態による、接触（タッチ）感知プローブの領域内に含まれる静
電容量感知を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態による、接触（タッチ）感知プローブの領域内に形成され、
１つまたは複数の静電容量センサに関連付けられた仮想ボタン（ｖｉｒｔｕａｌ　ｂｕｔ
ｔｏｎ）を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態による、ハウジングに統合された少なくとも１つの静電容量
センサを有する接触（タッチ）感知プローブを使用するための方法を示す図である。
【図８】本発明の一実施形態に従って形成された、３Ｄ対応の小型化超音波システムを示
す図である。
【図９】本発明の一実施形態に従って形成された、可搬超音波イメージングシステムを示
す図である。
【図１０】本発明の一実施形態に従って形成された、手持ちまたはポケットサイズの超音
波イメージングシステムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　上記の要約および本発明のいくつかの実施形態についての以下の詳細な説明は、添付の
図面と併せて読んだときにより良く理解されよう。図面が様々な実施形態の機能ブロック
の図を示す限りにおいて、その機能ブロックは、必ずしもハードウェア回路間の分割を示
してはいない。したがって、例えば、機能ブロック（例えば、プロセッサまたはメモリ）
の１つまたは複数は、１個のハードウェア（例えば、汎用シングルプロセッサもしくはラ
ンダムアクセスメモリ、またはハードディスクなど）で実施されてもよい。同様に、プロ
グラムは、スタンドアロンプログラムとすること、オペレーティングシステムにサブルー
チンとして含まれること、インストールされたソフトウェアパッケージ内の関数とするこ
となどができる。様々な実施形態は、図面に示された構成および手段に限定されないこと
を理解されたい。
【００１２】
　本明細書で使用される場合、単数形で表記され、その前に「ａ」または「ａｎ」という
単語を伴った要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）またはステップ（ｓｔｅｐ）は、前記要素またはス
テップの複数形を排除する旨が明示的に述べられない限り、それらを排除しないものとし
て理解されたい。さらに、本発明の「一実施形態（ｏｎｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」に
ついての言及は、説明された特徴をやはり含むさらなる実施形態の存在を排除するものと
解釈されることは意図していない。さらに、反対のことが明示的に述べられない限り、特
定の特性をもつ１つの要素または複数の要素を「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」また
は「有する（ｈａｖｉｎｇ）」実施形態は、その特性をもたないさらなる要素を含むこと
ができる。
【００１３】
　図１は、パルス超音波信号を体内に放射するために、プローブ１０６内の素子１０４（
例えば圧電素子）のアレイを駆動する送信器１０２を含む、超音波システム１００を示し
ている。素子１０４は、例えば、１次元または２次元に配置することができる。様々な幾
何学的配置を使用することができる。システム１００は、プローブ１０６を受け入れるた
めのプローブポート（ｐｒｏｂｅ　ｐｏｒｔ）１２０を有することができ、またはプロー
ブ１０６は、システム１００に配線接続することができる。
【００１４】
　超音波信号は、脂肪組織または筋肉組織などの体内の構造で後方散乱されて、素子１０
４に返ってくるエコーを発生させる。エコーは、受信器１０８によって受け取られる。受
け取られたエコーは、ビーム形成器１１０を通され、ビーム形成器１１０は、ビーム形成
を実行して、無線周波（ＲＦ）信号を出力する。その後、ＲＦ信号は、ＲＦプロセッサ１
１２を通される。代替的に、ＲＦプロセッサ１１２は、複素復調器（ｃｏｍｐｌｅｘ　ｄ
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ｅｍｏｄｕｌａｔｏｒ）（図示されず）を含むことができ、複素復調器は、エコー信号を
表す同相／直交（ＩＱ）データペアを形成するように、ＲＦ信号を復調する。その後、Ｒ
ＦまたはＩＱ信号データは、保存のためにメモリ１１４に直接転送することができる。
【００１５】
　超音波システム１００は、プロセッサモジュール１１６も含み、プロセッサモジュール
１１６は、獲得した超音波情報（例えば、ＲＦ信号データまたはＩＱデータペア）を処理
し、ディスプレイ１１８に表示するために超音波情報のフレームを準備する。プロセッサ
モジュール１１６は、獲得した超音波情報において選択可能な複数の超音波モダリティ（
ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ　ｍｏｄａｌｉｔｙ）に従って、１つまたは複数の処理動作を実行
するように適合される。走査期間中、エコー信号を受け取った場合、獲得した超音波情報
は、リアルタイムに処理し、表示することができる。付加的または代替的に、走査期間中
、超音波情報は、メモリ１１４またはメモリ１２２内に一時的に保存しておくことができ
、その後、オフライン動作で処理し、表示することができる。
【００１６】
　ユーザインタフェース１２４は、システム１００にデータを入力し、設定を調整し、プ
ロセッサモジュール１１６の動作を制御するために使用することができる。ユーザインタ
フェース１２４は、キーボード、トラックボールおよび／もしくはマウス、ならびに多数
のつまみ、スイッチ、またはタッチスクリーンなどの他の入力デバイスを有することがで
きる。ディスプレイ１１８は、診断および分析のために、診断超音波画像を含む患者情報
をユーザに提示する、１つまたは複数のモニタを含む。メモリ１１４およびメモリ１２２
の一方または両方は、超音波データの２次元（２Ｄ）および／または３次元（３Ｄ）デー
タセットを保存することができ、そのようなデータセットは、２Ｄおよび／または３Ｄ画
像を提示するためにアクセスされる。リアルタイム３Ｄまたは４次元（４Ｄ）表示の提供
などを行うために、多数の連続的な３Ｄデータセットを経時的に獲得し、保存することも
できる。ユーザインタフェース１２４を使用して、画像を修正することができ、ディスプ
レイ１１８の表示設定を手動で調整することもできる。
【００１７】
　システム１００のプロセッサモジュール１１６が、ユーザとハウジングとの近接性およ
び／または接触に基づいて、プローブ１０６および／またはシステム１００のステータス
または状態を変更または修正できるように、容量感知技術などのタッチセンシング技術（
図１には図示されず）を、プローブ１０６のケーシングまたはハウジングに統合すること
、または組み込むことができる。他の実施形態では、ユーザとハウジングとの接触を検出
するために、抵抗センサ、圧力レベルを検出できる圧電素子、インダクティブセンサ（ｉ
ｎｄｕｃｔｉｖｅ　ｓｅｎｓｏｒ）、またはユーザとハウジングとの近接性および／もし
くは接触に応答して１つまたは複数のパラメータ（例えば、容量、インダクタンス、抵抗
など）において測定可能な変化を引き起こす他の任意のセンサなど、他のタイプの非機械
的センサを使用することができる。いくつかの実施形態では、パラメータは、電気的パラ
メータとすることができる。また別の実施形態では、異なるタイプのセンサの組み合わせ
を使用することができる。少なくとも１つの実施形態の技術的効果は、ユーザ（例えば人
または有機体）のタッチと、テーブルおよびプローブホルダなどの無機物など他の物体の
タッチとを区別するために、容量感知技術などのタッチセンシング技術を使用することが
できることである。容量感知技術は、圧力変化からもたらされる容量変化も検出すること
ができる。したがって、本明細書で説明される少なくとも１つの実施形態は、ユーザがプ
ローブ１０６の表面に触れたことの検出に基づいて、プローブ１０６および超音波システ
ム１００の動作を制御するための方法および装置を提供する。
【００１８】
　図２は、接触（タッチ）感知プローブ１０６の例示的な断面図を示している。プローブ
１０６は一般に、３つの部分、すなわち、走査ヘッド２００と、ハンドル２０２と、ケー
ブル２０４とに分割することができる。トランスデューサ素子１０４は、走査ヘッド２０
０内に配置される。ハンドル２０２は、素子１０４を選択するため、素子１０４とケーブ
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ル２０４の間で信号を伝送するため、および／または信号を処理するための電子デバイス
などをその内部に有する。ケーブル２０４の内部の同軸ワイヤまたはケーブルなどのワイ
ヤ（図示されず）は、プローブ１０６とプローブポート１２０の間で信号を伝送する。
【００１９】
　外側面２０８と内側面２１０とを有するプローブハウジング２０６は、プローブ１０６
を収容し、液体および埃などの汚染物が、プローブ１０６内の素子１０４、電子デバイス
、およびワイヤを妨害することを防止する。プローブハウジング２０６は、材料の１つま
たは複数の層から形成することができる。図２に示される実施形態では、内側面２１０の
最も近くには、プラスチック層（ｐｌａｓｔｉｃ　ｌａｙｅｒ）２１２が形成される。層
２１２は、複合材、ゴム、シリコン、もしくは他の材料、または材料の組み合わせなど、
プラスチック以外の材料で形成してもよい。プラスチック層２１２の隣には、静電容量感
知層（ｃａｐａｃｉｔｉｖｅ　ｓｅｎｓｉｎｇ　ｌａｙｅｒ）２１４が形成され、外側面
２０８の最も近くには、ペイント層（ｐａｉｎｔ　ｌａｙｅｒ）２１６が形成される。し
たがって、静電容量感知層２１４は、プローブハウジング２０６の外側面２０８と内側面
２１０の間に形成される。静電容量感知技術が示されているが、他の実施形態では、静電
容量感知層２１４は、他の非機械的タッチセンシング技術、非機械的タッチセンシング技
術の組み合わせ、または非機械的タッチセンシング技術と機械的タッチセンシング技術の
組み合わせで置き換えることができることを理解されたい。例えば、抵抗層もしくはイン
ダクティブ層を使用することができ、または抵抗センサと同じ層内に、静電容量センサを
形成することができる。他の組み合わせが可能であり、したがって、それは本明細書で説
明される例に限定されない。
【００２０】
　図３に示される実施形態では、ハウジング２０６は、ペイント層を有さない。代わりに
、外側面２０８の最も近くには、プラスチック層２１２が形成され、内側面２１０の最も
近くには、静電容量感知層２１４が形成される。例を挙げると、プラスチック層２１２は
、外側のペイント層が必要ないように、着色すること、刻印すること、または他の方法で
、所望の色および絵図などを提供することができる。他の層（図示されず）もハウジング
２０６内に含まれ得ることを理解されたい。一実施形態では、図３に示されるようにプラ
スチック層２１２が配置される場合、プラスチック層２１２の厚さは、プラスチック層２
１２の厚さを５ミリメートル以下に制限するなど、静電容量感知層２１４の能力に基づい
て決定することができる。静電容量感知層２１４の少なくとも感度に基づいて、他の厚さ
を使用することもできる。別の実施形態では、静電容量感知層２１４は、プラスチック層
２１２と一体化して、またはプラスチック層２１２に統合して、外側面２０８または内側
面２１０のいずれかに沿って配置される関連するペイント層または他の層を有してもまた
は有さなくてもよい、単一の層を形成することができる。
【００２１】
　図４は、静電容量感知層２１４内に形成された複数の静電容量センサ２４０、２４２、
２４４、２４６、２４８、２５０を示している。別の実施形態では、静電容量センサ２４
０～２５０は、プラスチック層２１２内に含むことができる。示された静電容量センサ２
４０～２５０の数は例示的なものに過ぎず、より多数または少数の静電容量センサを使用
することも可能であることを理解されたい。また、センサ２４０～２５０は、同じサイズ
とすることも、または異なるサイズとすることもできる。センサ２４０～２５０の各々は
、そのセンサに非常に近い外側面２０８における容量のレベルを感知する。先に説明され
たように、センシング層を形成するために、外側面２０８上または付近の、抵抗、インダ
クタンス、圧力、または電圧など、他のパラメータを感知するセンサを使用することがで
き、いくつかの実施形態では、静電容量センサ２４０～２５０の１つまたは複数と組み合
わせて使用することができる。
【００２２】
　静電容量センサ２４０～２５０または静電容量感知層２１４がプローブ１０６のハウジ
ング２０６内にどのように含まれるかに関わらず、プローブ１０６は、外部の汚染物から
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隔てて密封され、そうすることで、プローブ１０６は、静電容量センサ２４０～２５０ま
たは静電容量感知層２１４に害を及ぼすことなく、清掃、消毒、および殺菌などを行うこ
とができる。また、静電容量センサ２４０～２５０は、可動部を有さず、したがって、機
械的疲労および破損が生じることはない。
【００２３】
　一実施形態では、静電容量センサ２４０～２５０の各々は、１対の隣接電極またはコン
デンサで形成することができる。各コンデンサの一方の側は、接地することができ、セン
サ２４０～２５０は、導電物体が存在しない場合、グランドに対して、ある関連容量レベ
ルを有する。導電物体が外側面２０８と接触している場合など、導電物体がセンサ２４０
～２５０の所定の範囲内に存在する場合、導電物体とセンサ２４０～２５０との間で電気
的接続が生じ、グランドに対する容量レベルが増加する。
【００２４】
　センサプロセッサモジュール２５２内の静電容量感知モジュール２５４は、プローブ１
０６内に収容され、各センサ２４０～２５０の容量レベルを、それぞれリード２５８、２
５９、２６０、２６１、２６２、２６３を介すなどして、監視することができる。例えば
、各センサ２４０～２５０からの信号は、低レベルのアナログ信号とすることができる。
図示されていないが、より容易に信号を検出し、範囲および閾値と比較できるように、増
幅器を使用して、信号のレベルを増加させることができる。容量が所定の閾値よりも増加
した場合、または所定の範囲内にある場合、センサプロセッサモジュール２５２は、セン
サ２４０～２５０に非常に近い外側面２０８がユーザによってタッチされていると判定す
ることができる。一実施形態では、静電容量感知モジュール２５４は、センサがユーザに
よってタッチされているか、それともタッチされていないかを表す、センサ２４０～２５
０の１つまたは複数に関連する個別出力を提供することができる。代替的に、センサ２４
０～２５０からの出力は、プロセッサモジュール１１６内またはシステム１００内の別の
場所などにある他の回路（図示されず）によって感知することができる。したがって、容
量レベルを感知するために、またはセンサ２４０～２５０が容量変化を経験したことを他
の方法で判定するために、他のプロセッサおよび回路が使用できることを理解されたい。
別の実施形態では、プローブ表面の領域をカバーするように構成された１つまたは複数の
センサ２６４を、２本以上のリード２６５、２６６、２６７、２６８を介して、センサプ
ロセッサモジュール２５２に接続することができる。リード２６５～２６８の容量レベル
は、タッチの有無を決定するばかりでなく、センサ２６４の領域内におけるタッチの座標
すなわちＸ，Ｙ位置情報を決定するためにも使用することができる。
【００２５】
　センサプロセッサモジュール２５２は、プローブケーブル２０４内の同軸ワイヤ２５６
または他のケーブルを介して、システム１００内のプロセッサモジュール１１６に電気的
に接続することができる。したがって、静電容量感知モジュール２５４、センサプロセッ
サモジュール２５２、およびプロセッサモジュール１１６の間に、電気的接続が存在する
。
【００２６】
　図５および図６は、プローブ２７０のハウジング２０６内に含まれる静電容量センサを
有する、接触（タッチ）感知プローブ２７０を示している。別の実施形態では、ハウジン
グ２０６内には、他のタッチセンシング技術を含むことができる。プローブ２７０は、ユ
ーザの手２７２によって典型的な走査位置に保持されるものとして示されており、ユーザ
は、プローブ２７０の一方の側を親指で押さえ、他方の側を１本以上の他の指で押さえる
。他の形状およびサイズのプローブも企図されており、本明細書で説明される実施形態は
、いずれか特定のタイプのプローブに限定されないことを理解されたい。
【００２７】
　図５では、領域２７４などの領域内に、複数の静電容量センサ２４０～２５０（例えば
２つ以上の静電容量センサ）を含むことができる。図示されていないが、プローブ２７０
の他方の側に、静電容量センサ２４０～２５０の第２の領域を形成することができる。一
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実施形態では、領域２７４内に静電容量感知層２１４を形成するために、１つのより大き
な静電容量センサ２６４を使用することができる。別の実施形態では、静電容量感知層２
１４は、プローブ２７０のハンドル２０２全体または大部分にわたって広がることができ
、領域２７４は、外側面２０８を定義するＸ，Ｙ座標に基づいて、仮想的にマッピングす
ることができる。また別の実施形態では、領域２７４は、個別センサのアレイとして実施
される静電容量センサのアレイで、または図４のセンサ２６４と同様に、複数感知点から
なるグリッドを形成するセンシング素子のオーバラップする組で構成することができる。
したがって、領域２７４との接触の検出は、外側面２０８を定義するＸ，Ｙ座標に基づい
て、仮想的にマッピングすることができる。感知点のグリッドが定義される場合、センサ
プロセッサモジュール２５２は、タッチを感知または検出している領域２７４内の位置を
識別することができる。
【００２８】
　ユーザがプローブ２７０を取り上げると、領域２７４内の静電容量センサ２４０～２５
０の１つまたは複数の、グランドに対する容量レベルが増加する。一実施形態では、容量
レベルが所定の範囲内にある場合、または所定のレベルを上回る場合、システム１００は
、プローブ２７０がユーザによって保持されていることを感知し、プローブ２７０の選択
または活動化などのアクションをとることができる。容量レベルが所定の範囲内にない場
合、または所定のレベルを上回らない場合、システム１００は、プローブ２７０がユーザ
によって保持されていないことを感知でき、何のアクションもとらないこと、またはプロ
ーブ２７０が現在アクティブである場合はプローブ２７０を非活動化することができる。
したがって、ユーザとプローブ２７０の外側面２０８との接触が感知でき、システム１０
０においてアクションを起こすまたは開始するためにそれを使用できることを理解された
い。先に説明されたように、容量、または抵抗、インダクタンス、および／もしくは圧力
などの他の電気的特性もしくはパラメータのレベルが感知できる。
【００２９】
　領域２７４内の静電容量センサ２４０～２５０は、圧力変化に起因する容量レベルを検
出することもできる。例えば、加えられる力の量が増加すると、変形可能または柔軟な物
体（例えば指）が外側面２０８と接触する領域がより大きくなる。接触面領域の増大は、
圧力または力の増加に関連するより高い容量レベルをもたらす。したがって、ユーザは、
手順（例えば、検査タイプまたはセットアップ動作に関連する一連の個別ステップ）を次
のステップに進めるため、画像をセーブするため、および画像を印刷するためなど、アク
ションを開始するために、プローブ２７０を強く押さえること、すなわちストローブ（ｓ
ｔｒｏｂｅ）することができる。加えて、プロセッサモジュール１１６および２５２は、
静電容量センサ２４０～２５０がどれだけの期間にわたって一定レベルの容量を出力して
いるかを追跡することなどによって、センサ２４０～２５０から受け取った持続的保持を
表す信号とタップ（ｔａｐ）を表す信号とを区別することができる。
【００３０】
　図６を参照すると、（各静電容量センサ２４０～２５０のセンシング領域のサイズに応
じて）１つまたは複数の静電容量センサ２４０～２５０を仮想ボタン２７６～２８８の各
々に関連付けることによって、領域２９０内に１つまたは複数の仮想ボタン２７６、２７
８、２８０、２８２、２８４、２８６、２８８を形成することができる。図示されていな
いが、プローブ２７０の反対側またはプローブ２７０の外側面２０８に沿った別の場所に
、さらなる仮想ボタンを提供することができ、それらは任意のサイズおよび形状となるよ
うに構成することができる。一実施形態では、領域２９０を形成するため、またはプロー
ブ２７０の外側面２０８の一部もしくは全部をカバーするために、センサ２６４などのよ
り大きなセンサが使用される場合、仮想ボタン２７６～２８８は、センサ２６４のＸ，Ｙ
座標に基づいてマッピングすることができる。
【００３１】
　「仮想ボタン」という用語は、特定の機能もしくはアクションと関連付けられた、また
はそれにマッピングされた、プローブ２７０上で定義された位置を表すことが意図されて
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いる。したがって、仮想ボタン２７６～２８８の各々は、異なるアクションにマッピング
することができ、そのマッピングは、例えば、実行中またはアクティブな手順に基づくこ
とができる。例えば、仮想ボタン２７６が活動化された場合、第１のアクションをとるこ
とができ、仮想ボタン２７８が活動化された場合、第１のアクションとは異なる第２のア
クションをとることができる。異なる手順がアクティブである場合、仮想ボタン２７６お
よび２７８は、第１および第２のアクションとは異なる２つのアクションに関連付けるこ
とができる。各仮想ボタン２７６～２８８の位置を識別するために、外側面２０８上に表
示（図示されず）を形成すること、または印刷することができる。
【００３２】
　仮想ボタン２７６～２８８は、タッチが感知された場合、または圧力の増加が容量レベ
ルのさらなる増加をもたらした場合に、選択または活動化することができる。別の実施形
態では、プロセッサモジュール１１６または２５２は、仮想ボタン２７６～２８８の１つ
または複数が持続的保持を経験している時を検出するように構成することができる。した
がって、手の一部が仮想ボタン２７６～２８８の少なくとも１つと接触するような仕方で
、ユーザがプローブ２７０を保持している場合、仮想ボタン２７６～２８８が誤って活動
化されることはない。
【００３３】
　例を挙げると、いくつかの実施形態ではＸ，Ｙ位置情報またはリストを含むことができ
るプローブ２７０の図をディスプレイ１１８上で見ることなどによって、プローブ２７０
内に含まれる静電容量センサ２４０～２５０および２６４をマッピングするために、ユー
ザインタフェース１２４を使用することができる。これは、ユーザが、２つ以上の仮想ボ
タンまたは領域を大きなセンサ２６４内にマッピングすることを可能にすることができる
。いくつかの静電容量センサ２４０～２５０は、アクションにマッピングされなくてもよ
く、したがって、どのような容量変化も無視することができる。例えば、ユーザは、同じ
タイプのプローブを、現場の各システムに対して同様に動作するように構成することがで
き、またはそれらのプローブを、システムの個々のユーザに基づいて構成することができ
る。別の実施形態では、プローブまたはシステムタイプに基づいて、１組のデフォルト挙
動をプログラムすることができる。
【００３４】
　仮想ボタン２７６～２８８の各々は、ユーザ選好に基づいてプログラム可能とすること
ができる。したがって、特定の現場またはユーザは、各プローブ２７０を同様に応答する
ようにプログラムして、異なる超音波システム１００間での使用し易さを促進することが
できる。単に例を挙げると、仮想ボタン２７６～２８８は、Ｂモード、Ｍモード、ドプラ
モード（Ｄｏｐｐｌｅｒ　ｍｏｄｅ）、カラーフローモード（ｃｏｌｏｒ　ｆｌｏｗ　ｍ
ｏｄｅ）、またはシステム１００もしくはプローブ２７０で利用可能な他の任意のモード
などの中で、イメージングモードを変更または選択するために使用することができる。仮
想ボタン２７６～２８８は、メニューおよびリストなどの中を移動してもしくはそれらを
スクロールして選択を行うため、画像をキャプチャするため、画像パラメータを最適化す
るため、ディスプレイ１１８に変更を施すため、注釈を施すため、またはユーザインタフ
ェース１２４から選択可能な他の任意のアクションのために使用することもできる。
【００３５】
　図７は、ハウジング２０６に統合された、少なくとも１つの静電容量センサ２４０～２
５０など、タッチの検出が可能な少なくとも１つのセンサを有する、プローブ１０６また
は２７０を使用するための方法を示している。ハウジング２０６内にタッチセンシング機
能を有するプローブ１０６または２７０を使用した場合、検査中におけるユーザインタフ
ェース１２４を介した選択の入力などの、ユーザ入力および／または動作の数を減らすこ
とができる。一実施形態では、システム１００は、センサプロセッサモジュール２５２お
よび／または静電容量センサ２４０～２５０に給電するために、システム１００に接続さ
れた各プローブ２７０に最低レベルの電力を提供することができる。図７の方法は、主と
して、容量感知技術に関して説明される。しかし、他のタッチセンシング技術も同様に使
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用できることを理解されたい。
【００３６】
　３００において、静電容量感知モジュール２５４は、各静電容量センサ２４０～２５０
に関連する容量レベルを感知または検出する。別の実施形態では、センシングモジュール
は、抵抗またはインダクタンスなどの、異なる電気的パラメータのレベルを検出すること
ができる。２つ以上の接触（タッチ）感知プローブがシステム１００に接続される場合、
異なるプローブに関連する容量レベルを検出する多数の静電容量感知モジュール２５４が
存在することを理解されたい。したがって、同時に多数の接触（タッチ）感知プローブを
監視することができる。また、各接触（タッチ）感知プローブは、プローブがプローブポ
ート１２０に接続されると直ちに感知される。
【００３７】
　３０２において、静電容量感知モジュール２５４および／またはセンサプロセッサモジ
ュール２５２もしくは１１６は、静電容量センサ２４０～２５０のいずれかが、所定の範
囲内にあること、または所定のレベルもしくは閾値より大きいことなど、容量基準を満た
す容量レベルを有するかどうかを判定することができる。一実施形態では、所定の範囲は
、約０．１ピコファラッド（ｐｆ）から５０ｐｆとすることができる。別の実施形態では
、所定のレベルは、約１ｐｆとすることができる。しかし、他の範囲およびレベルも使用
できることを理解されたい。例えば、異なる静電容量センサの幾何学的配置、製造業者、
および／または製造プロセスは、外側面２０８に対する人間または有機体のタッチに対応
する異なる範囲および／またはレベルを設定することができる。したがって、システム１
００は、容量レベルが、０．１ｐｆまたは１ｐｆなど、所定のレベルまたは閾値よりも小
さいことを検出した場合、その容量レベルを、例えばプローブホルダまたはテーブルに関
連付けることができる。同様に、他のタイプのセンサが使用される場合、検出される特定
のパラメータに基づいて、他の範囲およびレベルまたは閾値を決定することができる。
【００３８】
　１つまたは複数の静電容量センサ２４０～２５０が容量基準を満たす場合、方法は３０
４に進み、３０４において、センサプロセッサモジュール２５２は、プローブ２７０がア
クティブであるかどうかを判定する。プローブ２７０がアクティブでない場合、方法は３
０６に進む。３０６において、いくつかの実施形態では、センサプロセッサモジュール２
５２は、最低数の静電容量センサ２４０～２５０または所定の相対的配置（ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎ）にある静電容量センサ２４０～２５０が、所定の範囲内に含まれる容量
値または閾値より大きい容量値を有するかどうかを判定することができる。例えば、セン
サプロセッサモジュール２５２は、少なくとも２つ（または他の何らかの最低数）の静電
容量センサ２４０～２５０が容量基準を満たさない限り、容量変化を無視することができ
る。別の実施形態では、センサプロセッサモジュール２５２は、プローブ２７０の反対向
きの各側に配置された少なくとも１つの静電容量センサ２４０～２５０が容量基準を満た
さない限り、容量変化を無視することができる。例えば、センサプロセッサモジュール２
５２は、（図５に示されるような）領域２７４内の少なくとも１つの静電容量センサ２４
０～２５０とプローブ２７０の反対側の領域内の少なくとも１つの静電容量センサ２４０
～２５０とが基準を満たし、プローブ２７０がユーザの手によって保持されていることを
示さない限り、容量変化を無視することができる。これは、プロセッサモジュール１１６
が、誤ったタッチに基づいてアクションを達成することを防止することができる。
【００３９】
　一実施形態では、センサプロセッサモジュール２５２は、静電容量センサ２４０～２５
０が容量レベルを１秒または２秒など最低期間維持しただけである限り、容量変化を無視
することができる。プロセッサモジュール１１６または２５２は、その期間が経過するま
で、どのようなアクションも開始しなくてよい。
【００４０】
　別の実施形態では、プローブ２７０がアクティブでない場合、静電容量感知モジュール
２５４は、仮想ボタン２７６～２８８に関連付けられた静電容量センサなど、静電容量セ
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ンサの一部のどのような変化も無視することができる。言い換えると、静電容量センサの
いくつかは、プローブ２７０がアクティブで且つユーザによって保持されている場合にの
み認識される機能を有することができる。また別の実施形態では、仮想ボタン２７６～２
８８に関連付けられた静電容量センサのうちの最低数が持続的に保持されているとして感
知されたが、プローブ２７０がアクティブでない場合、センサプロセッサモジュール２５
２は、ユーザがプローブ２７０のその側を保持していると決定することができ、したがっ
て、容量変化を無視しないことが可能である。
【００４１】
　最低数の静電容量センサ２４０～２５０または相対的配置にある静電容量センサ２４０
～２５０が容量基準内の容量値を有さない場合、方法は３００に戻る。３０６において、
容量基準が満たされた場合、センサプロセッサモジュール２５２は、どの静電容量センサ
２４０～２５０が容量基準を満たしているかを識別するための選択信号または他の識別情
報を、プロセッサモジュール１１６に伝えることができる。方法は３０８に進み、３０８
において、プロセッサモジュール１１６は、別の接触（タッチ）感知プローブが現在アク
ティブであるかどうかを判定する。否定的判定の場合、方法は３１０に進み、３１０にお
いて、プロセッサモジュール１１６は、プローブ２７０を活動化し、システム１００およ
びプローブ２７０を、走査またはイメージング状態などの所定の状態に置くことができる
。こうすることで、ユーザが通常ユーザインタフェース１２４を介して行う選択を２つ以
上省くことができる。別の実施形態では、プロセッサモジュール１１６は、プローブ２７
０をイメージング状態に置くことなく、プローブ２７０を選択することができる。また別
の実施形態では、プロセッサモジュール１１６は、プローブ２７０の活動化に加えてまた
は代わって、プローブ２７０に関連する特定の手順を活動化することができる。
【００４２】
　３０８において、別の接触（タッチ）感知プローブが現在アクティブである場合、方法
は３００に戻ることができ、現在検出されているプローブ２７０は活動化されない。例え
ば、ユーザは、接触（タッチ）感知プローブをシステム１００に追加または接続している
ところであり、したがって、新しいプローブが活動化されることを望まない場合もあり得
る。別の実施形態では、３０８において、接触（タッチ）感知ではないプローブがすでに
アクティブである場合、どのプローブがアクティブであるべきかを決定するために、ユー
ザ定義基準を使用することができる。例えば、接触（タッチ）感知ではないプローブがア
クティブである場合、プロセッサモジュール１１６は、いずれの接触（タッチ）感知プロ
ーブからの感知タッチ情報も無視することができる。別の実施形態では、より高い優先度
を有するように接触（タッチ）感知プローブを定めることができ、したがって、接触（タ
ッチ）感知プローブは、活動化することができ、接触（タッチ）感知ではないプローブは
、非活動化することができる。
【００４３】
　３０４に戻ると、プローブ２７０がアクティブである場合、方法は３１２および３１６
に進む。３１２において、静電容量感知モジュール２５４が、仮想ボタン２７６～２８８
を形成する静電容量センサの１つに関連する所定の範囲内の容量レベルを感知した場合、
方法は３１４に進み、３１４において、プロセッサモジュール１１６は、関連アクション
を開始する。一実施形態では、センサプロセッサモジュール２５２は、対応する選択信号
をワイヤ２５６を介してプロセッサモジュール１１６に出力することができる。先に説明
されたように、仮想ボタン２７６～２８８の各々は、特定の手順、アクション、手順内の
アクション、走査設定、およびスクリーン表示などに関連付けることができる。
【００４４】
　３１６において、プローブ２７０がアクティブである場合、センサプロセッサモジュー
ル２５２は、容量レベルを、ユーザが静電容量センサ２４０～２５０に力を加えているま
たは押していることを示すより高い閾値と比較することができる。例えば、プライマリセ
ンシング領域２７４は、握りを弱めまた強めることによって、ユーザによってストローブ
することができる。センサプロセッサモジュール２５２が、圧力について容量基準が満た
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されたことを検出した場合、方法は３１８に進み、３１８において、プロセッサモジュー
ル１１６は、所定のアクションを開始する。例えば、プロセッサモジュール１１６は、現
在アクティブな手順を次のステップに進めることによって、容量増加に反映された持続時
間の短い圧力増加に応答することができる。したがって、ユーザは、プローブ２７０の外
側面２０８上でのタッチ、軽いタップ、僅かな圧力増加を利用して、手順を次のステップ
に進めること、オプションを実施すること、選択を行うこと、または他の方法でアクショ
ンを開始することができる。こうすることで、ユーザがユーザインタフェース１２４と対
話しなければならない回数が減り、ユーザの能率を高めることができる。
【００４５】
　３０２に戻ると、どの静電容量センサ２４０～２５０も容量基準を満たさない場合、方
法は３２０に進み、３２０において、プロセッサモジュール１１６は、プローブ２７０が
アクティブであるかどうかを判定する。プローブ２７０がアクティブでない場合、方法は
３００に戻る。プローブ２７０がアクティブである場合、３２２において、プロセッサモ
ジュール１１６は、容量基準が満たされて以降、１秒または２秒などの最低期間が経過し
たかどうかを判定することができる。この期間は、現在選択されている動作、プローブの
活動化、および手順などを変化させることなく、ユーザがプローブ２７０の握りを変える
ことを可能にすることができる。最低期間が満たされた場合、３２４において、プロセッ
サモジュール１１６は、プローブ２７０の状態を非アクティブに変更することができる。
したがって、プローブ２７０は、もはや電力を消費しない。その後、方法は３００に戻る
。
【００４６】
　図８は、プローブ１３２のハウジング内に含まれる、少なくとも１つの静電容量センサ
２４０～２５０などの、タッチセンシング技術を有するプローブ１３２を有する、３Ｄ対
応の小型化超音波システム１３０を示している。プローブ１３２は、３Ｄ超音波データを
獲得するように構成することができる。例えば、プローブ１３２は、図１のプローブ１０
６に関して先に説明されたような、トランスデューサ素子１０４の２Ｄアレイを有するこ
とができる。静電容量センサ２４０～２５０によって感知された入力に加えて、操作者か
らのコマンドを受け取るために、（統合ディスプレイ１３６に含まれることも可能な）ユ
ーザインタフェース１３４が提供される。本明細書で言う「小型化」とは、超音波システ
ム１３０が、ハンドヘルドもしくは手持ちデバイスであること、または人の手、ポケット
、書類かばんサイズのケース、もしくはバックパックで運搬されるように構成されること
を意味する。例えば、超音波システム１３０は、例えば、厚さが約２．５インチ（約６．
３５ｃｍ）、幅が約１４インチ（約３５．５６ｃｍ）、奥行きが約１２インチ（約３０．
４８ｃｍ）の寸法を有する、典型的なラップトップコンピュータのサイズを有する、手持
ちデバイスとすることができる。超音波システム１３０は、重量が約１０ポンド（４．５
４ｋｇ）とすることができ、したがって、操作者が容易に持ち運ぶことができる。統合デ
ィスプレイ１３６（例えば内蔵ディスプレイ）も提供され、医用画像を表示するように構
成される。
【００４７】
　超音波データは、有線または無線ネットワーク１４０（あるいは例えばシリアルもしく
はパラレルケーブルまたはＵＳＢポートを介した直接接続）を介して、外部デバイス１３
８に送信することができる。いくつかの実施形態では、外部デバイス１３８は、ディスプ
レイを有するコンピュータまたはワークステーションとすることができる。代替的に、外
部デバイス１３８は、手持ち超音波システム１３０から画像データを受け取ることが可能
で、統合ディスプレイ１３６よりも高い解像度を有することができる画像を表示または印
刷することが可能な、別個の外部ディスプレイまたはプリンタとすることができる。寸法
、重量、および電力消費が異なる小型化超音波システムに関連して、様々な実施形態が実
施できることに留意されたい。
【００４８】
　図９は、可動基台１４６上に備えられた可搬超音波イメージングシステム１４４を示し
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ている。超音波イメージングシステム１４４は、カートベースシステム（ｃａｒｔ－ｂａ
ｓｅｄ　ｓｙｓｔｅｍ）と呼ばれることもある。ディスプレイ１４２およびユーザインタ
フェース１４８が提供され、ディスプレイ１４２は、ユーザインタフェース１４８と独立
または分離可能とすることができることを理解されたい。
【００４９】
　システム１４４は、タッチセンシング機能が組み込まれたプローブ１０６、２７０など
のプローブを受け入れるための、少なくとも１つのプローブポート１５０を有する。した
がって、ユーザは、プローブ２７０の外側面２０８にタッチすること、または外側面２０
８を押すことによって、システム１４４の様々な機能をコントロールすることができる。
【００５０】
　ユーザインタフェース１４８は、適宜、表示されたグラフィックスおよびアイコンなど
にタッチすることによって操作者がオプションを選択することを可能にする、タッチスク
リーンとすることができる。ユーザインタフェース１４８は、所望されるもしくは必要と
されるような、および／または一般に提供されるような、超音波イメージングシステム１
４４を制御するために使用できる制御ボタン１５２を含むこともできる。ユーザインタフ
ェース１４８は、超音波データおよび表示可能な他のデータと対話を行い、また情報の入
力と走査パラメータの設定および変更を行うために、ユーザが物理的に操作できる、多数
のインタフェースオプションを提供する。インタフェースオプションは、特定の入力、プ
ログラム可能な入力、および前後関係依存の入力などのために使用することができる。例
えば、キーボード１５４およびトラックボール１５６を提供することができる。
【００５１】
　図１０は、ディスプレイ１７２とユーザインタフェース１７４が単一のユニットを形成
する、手持ちまたはポケットサイズの超音波イメージングシステム１７０を示している。
例を挙げると、ポケットサイズの超音波イメージングシステム１７０は、幅が約２インチ
（約５．０８ｃｍ）、長さが約４インチ（約１０．１６ｃｍ）、厚さが約０．５インチ（
約１．２７ｃｍ）、重量が３オンス（約８５ｇ）未満とすることができる。ディスプレイ
１７２は、（医用画像１７６を表示できる）例えば３２０×３２０ピクセルのカラーＬＣ
Ｄディスプレイとすることができる。ユーザインタフェース１７４には、適宜、ボタン１
８２からなるタイプライタに類似したキーボード１８０を含むこともできる。プローブ１
７８の外側面に対するタッチを検出するための、ハウジング内に統合された１つまたは複
数のセンサを有するタッチセンシングプローブ１７８が、システム１７０と相互接続され
る。したがって、ユーザがプローブ１７８を保持していない場合はつねに、プローブ１７
８は、非アクティブまたはバッテリ寿命を延長する低電力モードにあることができる。
【００５２】
　多機能コントロール１８４の各々には、システム動作のモードに従って、機能を割り当
てることができる。したがって、多機能コントロール１８４の各々は、複数の異なるアク
ションを提供するように構成することができる。必要ならば、多機能コントロール１８４
に関連付けられたラベル表示領域１８６をディスプレイ１７２上に含むことができる。シ
ステム１７０は、限定することなく、「固定」、「深度制御」、「利得制御」、「カラー
モード」、「印刷」、および「保存」を含むことができる、専用機能のための付加的なキ
ーおよび／またはコントロール１８８を有することもできる。
【００５３】
　上述の説明は、例示的なものであり、限定的であることは意図されていないことを理解
されたい。例えば、上で説明された実施形態（および／またはその態様）は、互いに組み
合わせて使用することができる。加えて、具体的な状況または材料を本発明の教示に適合
させるために、本発明の範囲から逸脱することなく、多くの修正を施すことができる。本
明細書で説明された材料の寸法およびタイプは、本発明のパラメータを定めることを意図
しているが、それらは決して限定的ではなく、例示的な実施形態である。上述の説明を検
討すれば、他の多くの実施形態が当業者には明らかとなろう。したがって、本発明の範囲
は、添付の特許請求の範囲と、そのような特許請求の範囲が権利を有する均等物の全範囲
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とを参照して決定されるべきである。添付の特許請求の範囲において、「含む（ｉｎｃｌ
ｕｄｉｎｇ）」および「において（ｉｎ　ｗｈｉｃｈ）」という語は、それぞれ「ｃｏｍ
ｐｒｉｓｉｎｇ」および「ｗｈｅｒｅｉｎ」という語と等価なプレーンイングリシュ（ｐ
ｌａｉｎ－Ｅｎｇｌｉｓｈ）として使用される。さらに、以下の特許請求の範囲において
、「第１」、「第２」、および「第３」などの語は、単なるラベルとして使用されており
、その対象に数的要件を課することは意図していない。さらに、以下の請求項の限定は、
ミーンズプラスファンクション（ｍｅａｎｓ－ｐｌｕｓ－ｆｕｎｃｔｉｏｎ）形式で書か
れておらず、そのような請求項の限定が、さらなる構造を欠いた機能の言明が後続する「
のための手段（ｍｅａｎｓ　ｆｏｒ）」という句を明示的に使用しない限り、および使用
するまで、米国特許法１１２条パラグラフ６に基づいて解釈されることを意図していない
。
【００５４】
　記述されたこの説明は、例を使用して、本発明と、その最良の態様とを開示し、また任
意のデバイスまたはシステムを作成および使用することと、含まれる任意の方法を実行す
ることとを含む、本発明の実施を当業者が行うことも可能にする。本発明の特許性を有す
る範囲は、特許請求の範囲によって確定され、当業者が思いつく他の例も含むことができ
る。そのような他の例は、それらが請求項の文字通りの用語と違いのない構造的要素を有
するならば、またはそれらが請求項の文字通りの用語と実質的な相違のない等価的な構造
的要素を含むならば、特許請求の範囲内にあることが意図されている。
【符号の説明】
【００５５】
　１００　超音波システム
　１０２　送信器
　１０４　素子
　１０６　プローブ
　１０８　受信器
　１１０　ビーム形成器
　１１２　ＲＦプロセッサ
　１１４　メモリ
　１１６　プロセッサモジュール
　１１８　ディスプレイ
　１２０　プローブポート
　１２２　メモリ
　１２４　ユーザインタフェース
　１３０　小型化超音波システム
　１３２　プローブ
　１３４　ユーザインタフェース
　１３６　ディスプレイ
　１３８　外部デバイス
　１４０　ネットワーク
　１４２　ディスプレイ
　１４４　可搬超音波イメージングシステム
　１４６　可動基台
　１４８　ユーザインタフェース
　１５０　プローブポート
　１５２　制御ボタン
　１５４　キーボード
　１５６　トラックボール
　１７０　ポケットサイズ超音波イメージングシステム
　１７２　ディスプレイ
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　１７４　ユーザインタフェース
　１７６　医用画像
　１７８　タッチセンシングプローブ
　１８０　キーボード
　１８２　ボタン
　１８４　多機能コントロール
　１８６　ラベル表示領域
　１８８　コントロール
　２００　走査ヘッド
　２０２　ハンドル
　２０４　プローブケーブル
　２０６　ハウジング
　２０８　外側面
　２１０　内側面
　２１２　プラスチック層
　２１４　静電容量感知層
　２１６　ペイント層
　２４０　静電容量センサ
　２４２　静電容量センサ
　２４４　静電容量センサ
　２４６　静電容量センサ
　２４８　静電容量センサ
　２５０　静電容量センサ
　２５２　センサプロセッサモジュール
　２５４　静電容量感知モジュール
　２５６　同軸ワイヤ
　２５８　リード
　２５９　リード
　２６０　リード
　２６１　リード
　２６２　リード
　２６３　リード
　２６４　大きなセンサ
　２６５　リード
　２６６　リード
　２６７　リード
　２６８　リード
　２７０　プローブ
　２７２　手
　２７４　領域
　２７６　仮想ボタン
　２７８　仮想ボタン
　２８０　仮想ボタン
　２８２　仮想ボタン
　２８４　仮想ボタン
　２８６　仮想ボタン
　２８８　仮想ボタン
　２９０　領域



(17) JP 2010-172700 A 2010.8.12

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(18) JP 2010-172700 A 2010.8.12

【図８】 【図９】

【図１０】



(19) JP 2010-172700 A 2010.8.12

10

フロントページの続き

(72)発明者  トーマス・アンドリュー・クラウス
            アメリカ合衆国、ウィスコンシン州、ワウケシャ、リバービュー・ドライブ、エス３８・ダブリュ
            ー２６４４５
(72)発明者  スネハル・シー・シャー
            アメリカ合衆国、ウィスコンシン州、ミルウォーキー、ナンバー２０７、イースト・プレザント・
            ストリート、７０７番
(72)発明者  スティーブン・チャールズ・ミラー
            アメリカ合衆国、アリゾナ州、フェニックス、ゴールデンロッド・ストリート、２１１３番
Ｆターム(参考) 4C601 EE11  GA01  KK42 



专利名称(译) 用于基于与超声探头的接触来控制超声系统的设备和方法

公开(公告)号 JP2010172700A 公开(公告)日 2010-08-12

申请号 JP2010014929 申请日 2010-01-27

[标]申请(专利权)人(译) 通用电气公司

申请(专利权)人(译) 通用电气公司

[标]发明人 トーマスアンドリュークラウス
スネハルシーシャー
スティーブンチャールズミラー

发明人 トーマス·アンドリュー·クラウス
スネハル·シー·シャー
スティーブン·チャールズ·ミラー

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/481 A61B5/6843 A61B8/4209 A61B8/4444 A61B8/461 A61B8/467 A61B8/483

FI分类号 A61B8/00

F-TERM分类号 4C601/EE11 4C601/GA01 4C601/KK42

代理人(译) 小仓 博

优先权 12/361032 2009-01-28 US

其他公开文献 JP5623087B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

提供了一种用于基于与超声探头接触来控制超声系统的设备和方法。 超
声探头（106）包括探头壳体（206），探头壳体（206）具有内侧
（210）和外侧（208）。在探头壳体（206）内，存在一系列换能器元
件（104）。至少一个传感器（240-250）形成在探头壳体（206）的内
侧（210）和外侧（208）之间。至少一个传感器（240-250）被配置为
检测与物体相关联的至少一个参数，该物体接触非常靠近至少一个传感
器（240-250）的外表面（208）。 .The

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/0a80c45b-6361-4c59-8ef2-fe6a53dd46e5
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/042340332/publication/JP2010172700A?q=JP2010172700A

